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LCDIV-2700-3500-2WAY

Revisién 1.3 |2026-10-27

2700-3500 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vias y 0°

Aislamiento: 30 dB (tipico); VSWR de entrada: 1.1 (tipico); VSWR de salida: 1.1

(tipico). Dimensiones del die: 0.9 x 1.1 x 0.1 mm.

Caracteristicas RF - ta=+25°C

Parametro

Frecuencia de
funcionamiento

Aislamiento
VSWR de entrada

VSWR de salida

Valores limite

Parametro

Potencia de entrada maxima

Condiciones ambientales

Parametro

Temperatura de
almacenamiento

Temperatura de funcionamiento

Simbolo

Simbolo

Simbolo
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Minimo Tipico
2700 -
- 30
- 1.1
- 1.1
Minimo
Minimo
-65
-55

Maximo

Tipico

Tipico

3500

Valor

2700-3500

Maximo

30

Maximo

150

85

Unidad

MHz

dB

Unidad

dBm

Unidad

°C

°C
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LCRF

Dimensiones del chip

Parametro Valor

Dimensiones del chip 09x%x1.1x0.1

Plano dimensional mecanico
LCDIV-2700-3500-2WAY

X (mm)
1 RF_in (8): 0.450

Y (mm)
RF_outl (2) / RF_out2 (5): 0.820

1.100 mm

©,0)| \
I |
0.900 mm
0.900 x 1.100 x 0.100 mm
X, Y: £0.050 mm
X—=-Y 1 X, Y:mm

Todas las dimensiones se indican en mm [in].

Asignacion de pads de union

Terminales Simbolo Funcién
1,3,4,6,7,9 GND Masa; no requiere hilo de unién
2 RFoutl Salida RF
5 RFout2 Salida RF
8 RFin Entrada RF
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Unidad

Notas

Registro de la publicacion actual - 1.3 - 2026-10-27. Actualizacién de la descripcion o del contenido editorial. Sustituye a la

revision 1.2.

Alcance de la referencia mecanica

Guia dimensional en mm basada en la documentacién de origen. Informacién parcial; no constituye un plano completo de

fabricacion o de unién por hilos.
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Curvas de rendimiento

Graficas de la hoja de datos original. Consultar cada figura junto con las condiciones de funcionamiento indicadas.

Pérdida de insercion; Aislamiento; Adaptacion de entrada; Adaptacion de salida.

Gréfico redibujado a partir de la figura original; las lecturas son aproximadas.
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Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el disefio, confirme con LCRF la revision vigente y los requisitos especificos
del producto. La oferta aprobaday la documentacion del pedido definen la configuracion suministrada.
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